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【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  63/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    1/03     ６１０Ｒ
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   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｑ
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月25日(2015.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）エポキシ樹脂、（Ｂ）活性エステル化合物、（Ｃ）スミア抑制成分及び（Ｄ）無
機充填材を含有する樹脂組成物であり、
　（Ｃ）スミア抑制成分が、顔料、染料、酸化防止剤及び赤外線吸収剤からなる群より選
択される１種以上であり、
　該樹脂組成物の不揮発成分を１００質量％とした場合に、（Ｃ）スミア抑制成分の含有
量が０．００１～１０質量％であり、
　該樹脂組成物の不揮発成分を１００質量％とした場合に、（Ｄ）無機充填剤の含有量が
４０質量％以上であることを特徴とする樹脂組成物。
【請求項２】
　樹脂組成物中の不揮発成分を１００質量％とした場合、（Ｂ）活性エステル化合物の含
有量が１～３０質量％であることを特徴とする請求項１に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　（Ｃ）スミア抑制成分が、顔料、酸化防止剤及び赤外線吸収剤からなる群より選択され
る１種以上であることを特徴とする請求項１又は２に記載の樹脂組成物。
【請求項４】
　顔料が、青色顔料、黄色顔料、赤色顔料及び緑色顔料からなる群より選択される１種以
上であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　顔料が、青色顔料、黄色顔料及び赤色顔料を混合してなる混合顔料であることを特徴と
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する請求項１～３のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　（Ｄ）無機充填材の平均粒径が、０．０１～５μｍであることを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項７】
　樹脂組成物中の不揮発成分を１００質量％とした場合、（Ｄ）無機充填材の含有量が４
０～８５質量％であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の樹脂組成物
。
【請求項８】
　（Ｄ）無機充填材の単位重量あたりのカーボン量が、０．０２～３％であることを特徴
とする請求項１～７のいずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項９】
　（Ｄ）無機充填材がシリカであることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載
の樹脂組成物。
【請求項１０】
　樹脂組成物を硬化して絶縁層を形成し、該絶縁層表面を粗化処理した後の該絶縁層表面
の二乗平均平方根粗さＲｑが５００ｎｍ以下であり、該絶縁層表面にメッキして得られる
導体層と該絶縁層とのピール強度が０．３ｋｇｆ／ｃｍ以上であり、樹脂組成物の硬化物
の誘電正接が０．０５以下であることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の
樹脂組成物。
【請求項１１】
　多層プリント配線板の絶縁層用樹脂組成物であることを特徴とする請求項１～１０のい
ずれか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の樹脂組成物を含有することを特徴とするシート
状積層材料。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の樹脂組成物の硬化物により絶縁層が形成されて
いることを特徴とする多層プリント配線板。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の多層プリント配線板を用いることを特徴とする、半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のシート状積層材料を回路基板に積層し、樹脂組成物を熱硬化して絶
縁層を形成し、回路基板上に形成された絶縁層に支持体上から穴あけ加工してビアホール
を形成することを特徴とする多層プリント配線板の製造方法。
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